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本发明公开了一种电子器件用散热器的加

工工艺，包括选取散热器的材料，基座和散热丝

均选取金属材料，同时将原材料清洗干净，基座

采用金属板材冲裁而成，散热丝为金属线材卷曲

而成，且散热丝底部形成多个连接端，基座进行

切边，并且对边缘进行打磨处理，同时在基座上

需要安装散热丝的位置覆铜、镀锡，散热丝通过

连接端与基座进行焊接，且在290～360摄氏度的

温度环境下完成焊接。本发明通过连接端使散热

丝与固定板固定连接，有利于增强散热丝和固定

板之间连接的稳固性，由于散热丝采用金属线材

通过自动机器环绕而成，提高了原材料利用率的

同时增加了近2倍的散热效应，且相对于传统的

产品，重量减轻50％，可以更好的节约资源。
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1.一种电子器件用散热器的加工工艺，其特征在于，包括如下步骤：

S1,备料：选取散热器的材料，基座和散热丝均选取金属材料，同时将原材料清洗干净；

S2，材料加工：基座采用金属板材冲裁而成，散热丝为金属线材卷曲而成，且散热丝底

部形成多个连接端。

S3，表面处理：对S2中的基座进行切边，裁去余量，并且对边缘进行打磨处理，同时在基

座上需要安装散热丝的位置覆铜、镀锡；

S4,打磨：对覆铜、镀锡位置上多余的铜和锡进行打磨去除。

S5，焊接：散热丝通过连接端与基座进行焊接，且在290～360摄氏度的温度环境下完成

焊接；

S6，冷却：焊接完成后放在室温下进行风冷，风冷时间为30～120分钟。

S7，质检：对加工好的散热器进行外观和焊接点进行检查。

2.根据权利要求1所述的一种电子器件用散热器的加工工艺，其特征在于：所述S1中的

基座为铝材。

3.根据权利要求1所述的一种电子器件用散热器的加工工艺，其特征在于：所述S4中基

座切割打磨后，用稀盐酸对打磨片进行清洗3～12分钟，然后将基座浸入表面催化剂，且在

40～45℃下处理5～10分钟，取出用硫酸和过氧化钠的混合溶液作为后处理溶液清洗粗化

面5～15分钟，蒸馏水洗涤烘干，其中表面粗化剂的成分为氢氧化钠、硝酸铅、硝酸锌、硝酸

钾、硫代硫酸钠和水。

4.根据权利要求1所述的一种电子器件用散热器的加工工艺，其特征在于：所述S5连接

端的宽度为1.0-2.8mm。

5.根据权利要求1所述的一种电子器件用散热器的加工工艺，其特征在于：所述S5中散

热丝和基座连接处涂上锡膏。

6.根据权利要求5所述的一种电子器件用散热器的加工工艺，其特征在于：所述锡膏由

以下重量百分比的原料组成：焊料粉60-75％，活化剂10-15％，触变剂5-10％，树脂10-

15％，溶剂5-10％。

7.根据权利要求1所述的一种电子器件用散热器的加工工艺，其特征在于：所述S5中散

热丝呈条状均匀排布在基座上，散热丝之间间距为0.6-1.6mm。

8.根据权利要求1所述的一种电子器件用散热器的加工工艺，其特征在于：所述S5中散

热丝与基座连接处设有加强筋，且加强筋薄形设置。

9.根据权利要求1所述的一种电子器件用散热器的加工工艺，其特征在于：所述S5中散

热丝为螺旋状卷曲的金属丝，且俯视时为S形。
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一种电子器件用散热器的加工工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及散热器领域，特别涉及一种电子器件用散热器的加工工艺。

背景技术

[0002] 随着经济的不断发展，电子产品成为我们日程必不可少的工具，电子产品给我们

的生活带来了极大的便利性，同时给使得我们的工作更加高效和便捷，电子产品也在渐渐

的改变着我们的生活方式，电子产品所占有的位置也变得越来越重要，

[0003] 现有的电子产品在生产制造常常需要进行散热，现有的散热器在进行加工时，散

热器的稳固性较差，在电子产品遭到碰撞时，很容易导致散热器损坏，同时现有的散热器占

有的空间较大，使得电子产品在生产制造时需要较大的空间去安装散热器，且现有的散热

器散热效果也不明显，无法进行高效的散热。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种电子器件用散热器的加工工艺，以解决上述背景技术

中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种电子器件用散热器的加工工艺，

包括如下步骤：

[0006] S1 ,备料：选取散热器的材料，基座和散热丝均选取金属材料，同时将原材料清洗

干净；

[0007] S2，材料加工：基座采用金属板材冲裁而成，散热丝为金属线材卷曲而成，且散热

丝底部形成多个连接端。

[0008] S3，表面处理：对S2中的基座进行切边，裁去余量，并且对边缘进行打磨处理，同时

在基座上需要安装散热丝的位置覆铜、镀锡；

[0009] S4,打磨：对覆铜、镀锡位置上多余的铜和锡进行打磨去除。

[0010] S5，焊接：散热丝通过连接端与基座进行焊接，且在290～360摄氏度的温度环境下

完成焊接；

[0011] S6，冷却：焊接完成后放在室温下进行风冷，风冷时间为30～120分钟。

[0012] S7，质检：对加工好的散热器进行外观和焊接点进行检查。

[0013] 优选的，所述S1中的基座为铝材。

[0014] 优选的，所述S4中基座切割打磨后，用稀盐酸对打磨片进行清洗3～12分钟，然后

将基座浸入表面催化剂，且在40～45℃下处理5～10分钟，取出用硫酸和过氧化钠的混合溶

液作为后处理溶液清洗粗化面5～15分钟，蒸馏水洗涤烘干，其中表面粗化剂的成分为氢氧

化钠、硝酸铅、硝酸锌、硝酸钾、硫代硫酸钠和水。

[0015] 优选的，所述S5连接端的宽度为1.0-2.8mm。

[0016] 优选的，所述S5中散热丝和基座连接处涂上锡膏。

[0017] 优选的，所述锡膏由以下重量百分比的原料组成：焊料粉60-75％，活化剂10-
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15％，触变剂5-10％，树脂10-15％，溶剂5-10％。

[0018] 优选的，所述S5中散热丝呈条状均匀排布在基座上，散热丝之间间距为0 .6-

1.6mm。

[0019] 优选的，所述S5中散热丝与基座连接处设有加强筋，且加强筋薄形设置。

[0020] 优选的，所述S5中散热丝为螺旋状卷曲的金属丝，且俯视时为S形。

[0021] 本发明的技术效果和优点：选取金属材料作为基座和散热丝，便于更好的进行散

热，基座与散热时的安装位置上设有铜和锡，更进一步的提高了散热的效果，由于散热丝为

金属线材卷曲而成，提高了原材料利用率的同时增加了近2倍的(主动/被动)散热效应，同

时由于散热丝设置为螺旋状金属丝，减轻了产品重量、缩小了空间，增加了散热区域，使散

热更高效，进而有利于增强装置的实际散热效果，且相对于传统的产品，重量减轻50％，可

以更好的节约资源，由于散热丝和固定板连接处设置有连接端，可以更好的进行抗震，提高

抗震效果，由于固定板采用金属板材冲裁而成，提高了原材料的利用率，进而避免材料的浪

费。

具体实施方式

[0022] 下面对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例

仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技

术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范

围。

[0023] 本发明提供了一种电子器件用散热器的加工工艺：

[0024] 实施例1：

[0025] 一种电子器件用散热器的加工工艺，选取散热器的材料，基座和散热丝均选取金

属材料，同时将原材料清洗干净，基座采用金属板材冲裁而成，可以将基座加工为矩形，散

热丝采用金属线材通过自动机器环绕而成，同时对基座进行切边，裁去余量，并且对边缘进

行打磨处理，同时在基座上需要安装散热丝的位置覆铜、镀锡，对覆铜、镀锡位置上多余的

铜和锡进行打磨去除，散热丝由单根金属丝螺旋状卷曲而形成，散热丝底部形成多个连接

端，散热丝通过连接端与基座进行焊接，且在290～360摄氏度的温度环境下完成焊接，焊接

完成后放在室温下进行风冷，风冷时间为30～120分钟，对加工好的散热器进行外观和焊接

点进行检查，对外观和焊接点有缺陷的产品进行剔除。

[0026] 散热丝通过连接端与基座固定连接，有利于增强散热丝和基座之间连接的稳固

性，防止由于散热丝松动造成装置无法正常使用，散热丝为螺旋状卷曲的金属丝，且俯视时

为S形，该设计可以减轻了产品重量、缩小了空间，增加了散热区域，使散热更高效，由于基

座为金属材料，使得基座具备散热片的特性，进而有利于进一步增强装置的散热效果，散热

丝呈条状分布在基座的上端面，散热丝与基座连接处设有加强筋，且加强筋薄形设置，增加

了散热丝的坚固度，提高了散热丝的使用寿命，为了确保连接稳固性，连接端的宽度为1.0-

2.8mm，本实施例中散热丝呈丝状均匀排布在基座上，散热丝2之间间距为0.6-1.6mm，相对

于传统的产品，重量减轻50％，可以更好的节约资源，基座1和散热丝2的材质均为金属材

质。

[0027] 实施例2：
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[0028] 与实施方式一不同之处在于：将基座的底部加工为圆形设置，且散热丝呈环状排

布在基座的上端面，适用于对中心部位散热要求高的电子器件，散热丝之间间距也可以根

据需要做调整，例如散热要求高的中心位置散热丝之间可以设置成小间距，而外围散热要

求不高，间距可以放大，该排布方式既考虑了实际散热需求，同时又兼顾了电子器件空间紧

凑的特点，基座切割打磨后，用稀盐酸对打磨片进行清洗3～12分钟，然后将基座浸入表面

催化剂，且在40～45℃下处理5～10分钟，通过稀盐酸和表面催化剂的加工后，基座更加的

清洁，便于更好的进行加工和导热，取出用硫酸和过氧化钠的混合溶液作为后处理溶液清

洗粗化面5～15分钟，蒸馏水洗涤烘干，其中表面粗化剂的成分为氢氧化钠、硝酸铅、硝酸

锌、硝酸钾、硫代硫酸钠和水，通过表面粗化剂的使用使得基座可以增大散热面积提高散热

的效果，散热丝和基座连接处涂上锡膏，锡膏由以下重量百分比的原料组成：焊料粉60-

75％，活化剂10-15％，触变剂5-10％，树脂10-15％，溶剂5-10％，锡膏的设置，可以进一步

的进行导热，使得焊接更加的封闭，提高焊接的效果。

[0029] 本实用工作原理：在使用过程中，由于散热丝通过连接端与基座固定连接，有利于

增强散热丝和基座之间连接的稳固性，进而防止由于散热丝松动造成装置无法正常使用，

由于散热丝采用金属线材通过自动机器环绕而成，提高了原材料利用率的同时增加了近2

倍的(主动/被动)散热效应，同时由于散热丝为螺旋状金属丝，减轻了产品重量、缩小了空

间，增加了散热区域，使散热更高效，由于连接端和散热丝各设有多组，增加了散热区域，进

而有利于增强装置的实际散热效果，由于连接端和基座采用自动焊接机柔性自动焊接平台

焊接，提高了产品的加工效率，同时可大幅度的避免传统手工焊接产生误差，由于基座采用

金属板材冲裁而成，提高了原材料的利用率，进而避免材料的浪费。

[0030] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，

尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可

以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换,

凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的

保护范围之内。
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